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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正孔注入性材料を塗布する第１工程と、
　前記第１工程の後に行われ、第１正孔輸送性材料を塗布する第２工程と、
　前記第２工程の後に行われ、第２正孔輸送性材料を塗布する第３工程と、
　前記第３工程の後に行われ、前記第２正孔輸送性材料を蒸着する第４工程と、
　前記第４工程の後に行われ、発光材料を蒸着する第５工程と、
を備え、
　前記第３工程で塗布した前記第２正孔輸送性材料と前記第４工程で蒸着した前記第２正
孔輸送性材料は接している発光装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発光装置の製造方法において、
　前記第１正孔輸送性材料は、前記第２正孔輸送性材料よりも分子量が大きい発光装置の
製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の発光装置の製造方法において、
　前記正孔注入性材料は前記第２正孔輸送性材料よりも高分子である発光装置の製造方法
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法において、



(2) JP 6816101 B2 2021.1.20

10

20

30

40

50

　前記第１工程～前記第５工程は、発光素子の製造工程の一部であり、
　前記発光素子からの発光のピーク波長は４３０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下である発光装置
の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法において、
　前記第１工程、前記第２工程、及び前記第３工程において、インクジェット法が用いら
れる発光装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法において、
　前記第５工程の後に行われ、電子注入材料を蒸着する第６工程を備える発光装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置の製造方法及び発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置や表示装置などの発光装置の光源の一つに、有機ＥＬ素子がある。有機ＥＬ素
子は、第１電極と第２電極の間に有機層を配置した構成を有している。有機層は、正孔注
入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、及び電子注入層を積層した多層構造を有してい
る。
【０００３】
　有機層を構成する各層の製造方法として、従来は真空成膜法（例えば蒸着法）が用いら
れてきた。これに対し、近年は有機層を塗布法で形成することが検討されている。しかし
、現状では、有機層のすべての層を塗布法で形成することは難しい。例えば、特許文献１
には、正孔注入層、及び正孔輸送層の一部の層を塗布法で形成し、正孔輸送層の残りの層
及び発光層を蒸着法で形成することが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２にも、正孔輸送層の一部の層を塗布法で形成し、正孔輸送層の残りの
層及び発光層を蒸着法で形成することが記載されている。特許文献２には、発光層の上に
位置する電子輸送層も蒸着法により形成することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１４２３６５号公報
【特許文献２】特開２０１４－１２７３０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１及び特許文献２に記載の方法では、正孔輸送層の一部（下側の層）は塗布材
料を用いて形成され、正孔輸送層の残りの層（上側の層）は蒸着材料を用いて形成されて
いる。本発明者が検討した結果、正孔輸送層がこのような構成を有している場合、正孔輸
送層のホール移動度が低下する可能性があることが判明した。この場合、発光装置の発光
効率が低下してしまう。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題としては、正孔輸送層の下側の層を塗布材料で形成し、
正孔輸送層の残りの層を蒸着材料で形成する場合において、発光装置の発光効率が低下し
ないようにすることが一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】



(3) JP 6816101 B2 2021.1.20

10

20

30

40

50

　請求項１に記載の発明は、正孔注入性材料を塗布する第１工程と、
　前記第１工程の後に行われ、第１正孔輸送性材料を塗布する第２工程と、
　前記第２工程の後に行われ、第２正孔輸送性材料を塗布する第３工程と、
　前記第３工程の後に行われ、前記第２正孔輸送性材料を蒸着する第４工程と、
　前記第４工程の後に行われ、発光材料を蒸着する第５工程と、
を備える発光装置の製造方法である。
【０００９】
　請求項７に記載の発明は、正孔注入層と、
　前記正孔注入層の上に形成され、第１正孔輸送性材料を含む第１有機層と、
　前記第１有機層の上に形成され、第２正孔輸送性材料を含む第２有機層と、
　前記第２有機層の上に形成され、前記第２正孔輸送性材料を含む第３有機層と、
　前記第３有機層の上に形成された発光層と、
を備える発光装置である。
【００１０】
　請求項１１に記載の発明は、基板と、
　前記基板の上に形成され、複数の開口を有する絶縁層と、
　前記絶縁層のうち隣り合う前記開口の間に位置する部分の上に形成された隔壁と、
　前記複数の開口のそれぞれの内側に形成された発光素子と、
を備え、
　前記発光素子は、
　　正孔注入層と、
　　前記正孔注入層の上に形成された正孔輸送層と、
　　前記正孔輸送層の上に形成された発光層と、
を有し、
　前記隔壁の上には、前記正孔注入層、及び前記正孔輸送層の一部が形成されておらず、
かつ前記正孔輸送層の残りの部分及び前記発光層が形成されている発光装置である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００１２】
【図１】実施形態に係る発光装置の構成を示す断面図である。
【図２】発光装置の発光部の製造方法を示す図である。
【図３】実施例１に係る発光装置の平面図である。
【図４】図３から第２電極を取り除いた図である。
【図５】図４から有機層及び絶縁層を取り除いた図である。
【図６】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図７】実施例２に係る発光装置の平面図である。
【図８】図７から隔壁、第２電極、有機層、及び絶縁層を取り除いた図である。
【図９】図７のＢ－Ｂ断面図である。
【図１０】図７のＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】図７のＤ－Ｄ断面図である。
【図１２】実施形態に係る発光装置と比較例に係る発光装置の外部量子効率と寿命を示す
表である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。また、本実施形態にお
いて、正孔輸送層および正孔注入層などの表現はそれぞれ、正孔輸送性の材料を含む層、
正孔注入性材料を含む層という意味で用いる。



(4) JP 6816101 B2 2021.1.20

10

20

30

40

50

【００１４】
　図１は、実施形態に係る発光装置１０の構成を示す断面図である。実施形態に係る発光
装置１０は、正孔注入層１２１、正孔輸送層１２２、及び発光層１２３を有している。正
孔輸送層１２２は、第１正孔輸送層１２２ａ（第１有機層の一例）、第２正孔輸送層１２
２ｂ（第２有機層の一例）、及び第３正孔輸送層１２２ｃ（第３有機層の一例）を有して
いる。第１正孔輸送層１２２ａは正孔注入層１２１の上に形成されており、第１正孔輸送
材料を含んでいる。第２正孔輸送層１２２ｂは第１正孔輸送層１２２ａの上に形成されて
おり、第２正孔輸送材料を含んでいる。第３正孔輸送層１２２ｃは第２正孔輸送層１２２
ｂの上に形成されており、第２正孔輸送材料を含んでいる。発光層１２３は第３正孔輸送
層１２２ｃの上に形成されている。第２正孔輸送層１２２ｂは塗布法を用いて形成されて
おり、第３正孔輸送層１２２ｃは蒸着法を用いて形成されている。このため、第２正孔輸
送層１２２ｂ及び第３正孔輸送層１２２ｃの間には界面が存在する。また、第２正孔輸送
層１２２ｂの屈折率は第３正孔輸送層１２２ｃの屈折率と異なる。以下、詳細に説明する
。
【００１５】
　発光装置１０は発光部１４０を備えている。発光部１４０は、基板１００の一面に形成
されており、第１電極１１０、有機層１２０、及び第２電極１３０を有している。有機層
１２０は第１電極１１０と第２電極１３０の間に位置している。発光部１４０は、ボトム
エミッション型の発光部であってもよいし、トップエミッション型の発光部であってもよ
い。
【００１６】
　発光部１４０がボトムエミッション型である場合、基板１００は、例えばガラスや透光
性の樹脂などの透光性の材料で形成されており、基板１００のうち第１電極１１０とは逆
側の面が発光装置１０の光取出面になっている。一方、発光部１４０がトップエミッショ
ン型である場合、基板１００は上述した透光性の材料で形成されていてもよいし、透光性
を有さない材料で形成されていてもよい。基板１００は、例えば矩形などの多角形である
。また、基板１００は可撓性を有していてもよい。基板１００が可撓性を有している場合
、基板１００の厚さは、例えば１０μｍ以上１０００μｍ以下である。特に基板１００を
ガラス材料で可撓性を持たせる場合、基板１００の厚さは、例えば２００μｍ以下である
。基板１００を樹脂材料で可撓性を持たせる場合は、基板１００の材料として、例えばＰ
ＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルサルホン）、ＰＥＴ（ポリエ
チレンテレフタラート）、又はポリイミドを含ませて形成されている。また、基板１００
が樹脂材料を含む場合、水分が基板１００を透過することを抑制するために、基板１００
の少なくとも発光面（好ましくは両面）に、ＳｉＮｘやＳｉＯＮなどの無機バリア膜が形
成されている。
【００１７】
　第１電極１１０及び第２電極１３０の少なくとも一方は、光透過性を有する透明電極で
ある。例えば発光部１４０がボトムエミッション型である場合、少なくとも第１電極１１
０は透明電極である。一方、発光部１４０がトップエミッション型である場合、少なくと
も第２電極１３０は透明電極である。なお、第１電極１１０及び第２電極１３０の双方が
透明電極であってもよい。この場合、発光部１４０は両面発光型の発光部になる。
【００１８】
　透明電極を構成する透明導電材料は、金属を含む材料、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ
　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＷＺＯ（
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｕｎｇｓｔｅｎ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉ
ｄｅ）等の金属酸化物である。第１電極１１０の厚さは、例えば１０ｎｍ以上５００ｎｍ
以下である。第１電極１１０は、例えばスパッタリング法又は蒸着法を用いて形成される
。なお、第１電極１１０は、カーボンナノチューブ、又はＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ(ポリ(3,4-
エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート))などの導電性有機材料であ
ってもよいし、薄い金属電極であってもよい。
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【００１９】
　第１電極１１０及び第２電極１３０のうち透光性を有していない電極は、例えば、Ａｌ
、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｔ、Ｍｇ、Ｓｎ、Ｚｎ、及びＩｎからなる第１群の中から選択される金
属、又はこの第１群から選択される金属の合金からなる金属層を含んでいる。この電極は
、例えばスパッタリング法又は蒸着法を用いて形成される。
【００２０】
　なお、発光部１４０がトップエミッション型の発光装置である場合、第１電極１１０は
、金属層と透明導電層をこの順に積層した構造であってもよい。
【００２１】
　正孔注入層１２１は、正孔が移動する材料（正孔移動性の有機材料）を用いて形成され
ている。正孔注入層１２１の厚さは例えば５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。正孔注入
層１２１は、塗布法を用いて形成されている。正孔注入層１２１を構成する材料（正孔注
入性材料）は、第２正孔輸送性材料よりも高分子、すなわち分子量が大きい。正孔注入層
１２１を構成する材料（正孔注入性材料）は、導電性高分子材料であり、例えば、PEDOT-
PSSなどのポリチオフェン系材料が挙げられる。その他、アリールアミン誘導体、ポルフ
ィリン誘導体、ポリスチレン誘導体、ポリピロール誘導体、ポリアニリン誘導体、ポリチ
オフェン誘導体、ポリアセチレン誘導体等を含む高分子の正孔注入材料を挙げることがで
きる。但し、これらに限定されない。
【００２２】
　正孔輸送層１２２は、正孔移動性の有機材料を用いて形成されている。詳細には、正孔
輸送層１２２は、第１正孔輸送層１２２ａ、第２正孔輸送層１２２ｂ、及び第３正孔輸送
層１２２ｃを有している。第１正孔輸送層１２２ａの厚さは例えば３０ｎｍ以上１００ｎ
ｍ以下であり、第２正孔輸送層１２２ｂの厚さは例えば１０ｎｍ以上４０ｎｍ以下であり
、第３正孔輸送層１２２ｃの厚さは例えば１０ｎｍ以上４０ｎｍ以下である。第１正孔輸
送層１２２ａは、第１正孔輸送性材料を用いて形成されており、第２正孔輸送層１２２ｂ
及び第３正孔輸送層１２２ｃは第２正孔輸送性材料を用いて形成されている。第１正孔輸
送性材料は、第２正孔輸送性材料よりも分子量が大きい高分子材料である。第１正孔輸送
性材料は、高分子の正孔輸送性材料であり、例えば、TFB(ポリ[(9,9-ジオクチルフルオレ
ニル-２,7-ジイル)-co-(4,4'-(N-(4-sec-ブチルフェニル))ジフェニルアミン)])等のトリ
フェニルアミン系材料が挙げられる。その他、アントラセン誘導体、カルバゾール誘導体
、ポリチオフェン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、
ポリパラフェニレン誘導体等を含む高分子の正孔輸送材料が挙げられる。但し、これらに
限定されない。また、第２正孔輸送性材料は低分子の正孔輸送性材料であり、例えば、α
-NPD(ビス(N-(1-ナフチル-N-フェニル)ベンジジン))、m-MTDATA(4,4',4''-トリス[フェニ
ル(m-トリル)アミノ]トリフェニルアミン)、TCTA(4,4',4''-トリ(N-カルバゾール)トリフ
ェニルアミン)、2-TNATA(4,4',4''-トリス[2-ナフチル(フェニル)アミノ]トリフェニルア
ミン)等が挙げられる。その他、トリフェニルアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、
スチリルアミン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘
導体、ポリアリールアルカン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体
、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン
誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニレン誘導体、アザトリフェニレン誘導体等を含む
低分子の正孔輸送材料が挙げられる。但し、これらに限定されない。塗布成膜の際はこれ
ら材料を有機溶媒に溶解して成膜する。有機溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン
、アニソール、シクロヘキサノン、ドデシルベンゼン、シクロヘキサノール、テトラリン
、メシチレン、ブソイドクメン 、ジハイドロベンゾフラン、シクロヘキシルベンゼン、
１-メチルナフタレン、p-アニシルアルコール、ジメチルナフタレン、3-メチルビフェニ
ル、４－メチルビフェニル、３－イソプロピルビフェニル、モノイソプロピルナフタレン
、テトラヒドロフラン、ジクロロエタン、クロロホルム、安息香酸エチル、安息香酸ブチ
ル等が挙げられる。但し、これらに限定されない。これらは単独もしくは２種以上を混合
して用いても良い。
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【００２３】
　第１正孔輸送層１２２ａは第１正孔輸送性材料を塗布することにより形成されている。
また、第２正孔輸送層１２２ｂは、第２正孔輸送性材料を塗布することにより形成されて
いる。詳細には、第２正孔輸送層１２２ｂとなる第２正孔輸送性材料は、第１正孔輸送層
１２２ａとなる第１正孔輸送性材料が塗布され、かつ乾燥された後に、塗布される。この
ため、第１正孔輸送層１２２ａと第２正孔輸送層１２２ｂの間には界面が存在する。第１
正孔輸送層１２２ａ及び第２正孔輸送層１２２ｂは、例えばスピンコーティング法を用い
て形成されているが、他の塗布法（例えばインクジェット法）を用いて形成されていても
よい。
【００２４】
　また、第３正孔輸送層１２２ｃは、蒸着法を用いて形成されている。このように、第２
正孔輸送層１２２ｂと第３正孔輸送層１２２ｃは、互いに異なる成膜方法を用いて形成さ
れている。このため、第２正孔輸送層１２２ｂと第３正孔輸送層１２２ｃがいずれも第２
正孔輸送性材料を用いて形成されているにも関わらず、第２正孔輸送層１２２ｂと第３正
孔輸送層１２２ｃの間には界面が存在する。また、第２正孔輸送層１２２ｂと第３正孔輸
送層１２２ｃの屈折率は、互いに異なる。例えば、第２正孔輸送層１２２ｂの屈折率は、
第３正孔輸送層１２２ｃの屈折率よりも小さい。
【００２５】
　発光層１２３は、電子と正孔の再結合に伴って発光する材料を用いて形成されている。
発光層１２３の発光色（すなわち発光部１４０の発光色）は何色であってもよく、例えば
、青色（ピーク波長が４３０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下）、緑色（ピーク波長が５００ｎｍ
以上５５０ｎｍ以下）、又は赤色（ピーク波長が６００ｎｍ以上６８０ｎｍ以下）である
。発光層１２３の材料は発光性の有機材料であれば何であってもよい。
【００２６】
　正孔ブロック層１２４は、発光層１２３のうち正孔輸送層１２２とは逆側の面に接して
おり、正孔が発光層１２３を突き抜けて電子輸送層１２５又は電子注入層１２６に到達す
ることを抑制する。正孔ブロック層１２４は、例えば電子が移動することができる材料（
電子移動性の有機材料）を用いて形成される。正孔ブロック層１２４の厚さは、例えば５
ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。なお、有機層１２０は、正孔ブロック層１２４を有してい
なくてもよい。
【００２７】
　電子輸送層１２５は、電子が移動する材料（電子移動性の有機材料）を用いて形成され
ている。このような材料としては、例えば、含窒素芳香族複素環誘導体、芳香族炭化水素
環誘導体、ジベンゾフラン誘導体、ジベンゾチオフェン誘導体、シロール誘導体が挙げら
れる。電子輸送層１２５の厚さは、例えば５ｎｍ以上１００ｎｍ以下である。
【００２８】
　電子注入層１２６は、例えばＬｉＦなどのアルカリ金属化合物、酸化アルミニウムに代
表される金属酸化物、又はリチウム８－ヒドロキシキノレート（Ｌｉｑ）等に代表される
金属錯体を用いて形成される。電子注入層１２６の厚さは、例えば０．１ｎｍ以上１０ｎ
ｍ以下である。
【００２９】
　なお、有機層１２０は、さらに電子阻害層を有していてもよい。電子阻害層は、正孔輸
送層１２２と発光層１２３の間に位置し、発光層１２３を突き抜けた電子が正孔輸送層１
２２や正孔注入層１２１に到達することを抑制する。電子阻害層は、例えば、正孔が移動
する材料（正孔移動性の有機材料）の少なくとも一つを用いて形成することができる。電
子阻害層の厚さは、例えば５ｎｍ以上５０ｎｍ以下である。
【００３０】
　図２の各図は、発光装置１０の発光部１４０の製造方法を示す図である。発光装置１０
の製造方法は、正孔注入材料を塗布する工程（第１工程）、第１正孔輸送性材料を塗布す
る工程（第２工程）、第２正孔輸送性材料を塗布する工程（第３工程）、第２正孔輸送性
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材料を蒸着する工程（第４工程）、及び発光材料を蒸着する工程（第５工程）を備えてい
る。第２工程は第１工程の後に行われ、第３工程は第２工程の後に行われ、第４工程は第
３工程の後に行われ、第５工程は第４工程の後に行われる。以下、詳細に説明する。
【００３１】
　まず、図２（ａ）に示すように、基板１００の上に、第１電極１１０を、例えば蒸着法
又はスパッタリング法を用いて形成する。次いで、正孔注入材料を、例えばインクジェッ
ト法やスピンコーティング法などの塗布法を用いて塗布し、その後乾燥させる。これによ
り、正孔注入層１２１が形成される（第１工程）。
【００３２】
　次いで、第１正孔輸送材料を、例えばインクジェット法やスピンコーティング法などの
塗布法を用いて塗布し、その後乾燥させる。これにより、第１正孔輸送層１２２ａが形成
される（第２工程）。次いで、第２正孔輸送材料を、例えばインクジェット法やスピンコ
ーティング法などの塗布法を用いて塗布し、その後乾燥させる。これにより、第２正孔輸
送層１２２ｂが形成される（第３工程）。
【００３３】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、第２正孔輸送層１２２ｂの上に、第２正孔輸送材料
を、真空蒸着法を用いて堆積させる。これにより、第３正孔輸送層１２２ｃが形成される
（第４工程）。その後、発光層１２３を、真空蒸着法を用いて形成する（第５工程）。そ
の後、正孔ブロック層１２４及び電子輸送層１２５を、真空蒸着法を用いて形成する。さ
らに、電子注入層１２６を、真空蒸着法を用いて形成する（第６工程）。このようにして
、有機層１２０が形成される。
【００３４】
　その後、有機層１２０の上に第２電極１３０を形成する。第２電極１３０は、例えば蒸
着法又はスパッタリング法を用いて形成される。このようにして、図１に示した発光装置
１０が形成される。
【００３５】
　本実施形態において、正孔注入層１２１及び第１正孔輸送層１２２ａは塗布法を用いて
形成されており、第３正孔輸送層１２２ｃ及び発光層１２３は蒸着法を用いて形成されて
いる。この場合、正孔輸送層１２２の一部の層は塗布法で形成されることになり、正孔輸
送層１２２の残りの層は蒸着法で形成されることになる。このため、正孔輸送層１２２の
うち塗布法で形成された層と蒸着法で形成された層の界面で、正孔の移動度が低下する可
能性がある。これに対して本実施形態では、第１正孔輸送層１２２ａと第３正孔輸送層１
２２ｃの間に、第２正孔輸送層１２２ｂを有している。第２正孔輸送層１２２ｂは第３正
孔輸送層１２２ｃと同じ材料を用いて形成されている。従って、上記した正孔の移動度の
低下を抑制できる。従って、発光部１４０の発光効率の低下を抑制できる。
【００３６】
　図１２は、実施形態に示した発光装置１０と比較例に係る発光装置１０の外部量子効率
（発光効率）と寿命を示す表である。
【００３７】
　具体的には、実施形態の発光装置１０は、以下の構成を有している。まず、第１電極１
１０は厚さが１１０ｎｍのＩＴＯである。有機層１２０は正孔ブロック層１２４を有して
いない。そして、正孔注入層１２１、第１正孔輸送層１２２ａ、第２正孔輸送層１２２ｂ
、第３正孔輸送層１２２ｃ、電子輸送層１２５、及び電子注入層１２６は、それぞれ、厚
さが５０ｎｍのＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ、厚さが５０ｎｍのＴＦＢ、厚さが１０ｎｍの２－Ｔ
ＮＡＴＡ、厚さが１５ｎｍの２－ＴＮＡＴＡ、厚さが３０ｎｍのＡｌｑ３、及び厚さが１
ｎｍのＬｉＦである。また、発光層１２３は、厚さが２０ｎｍの青色発光層である。そし
て、第２電極１３０は厚さが１００ｎｍのＡｌである。そして、第１電極１１０はスパッ
タリング法により形成され、正孔注入層１２１、第１正孔輸送層１２２ａ、及び第２正孔
輸送層１２２ｂはスピンコーティング法により形成され、残りの層は真空蒸着法により形
成された。
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【００３８】
　一方、比較例に係る発光装置１０は、第２正孔輸送層１２２ｂがない点を除いて、上記
した発光装置１０と同様の構成とした。
【００３９】
　そして、電流密度が５ｍＡ／ｃｍ２の直流電流を印加して、発光装置１０の発光の輝度
を計測することで外部量子効率（発光効率）及び寿命を調べた。図１２において、比較例
の各値は実施形態に対する相対値として示されている。なお、外部量子効率は発光開始直
後の値を示しており、寿命は、外部量子効率（発光装置１０の発光の発光輝度）が発光開
始直後の７０％となるまでの時間を累積発光時間と定義した。測定の結果、実施形態５２
８８時間、比較例の４２３２時間であり両者の比により求めている。
【００４０】
　図１２から、第２正孔輸送層１２２ｂを設けても発光装置１０の使用開始直後の外部量
子効率はほとんど低下しないことが分かった。また、第２正孔輸送層１２２ｂを設けるこ
とにより、単位印加電流あたりの発光輝度は維持しながらも発光装置１０の寿命が長くな
ること、言い換えると発光装置１０の発光効率の低下を抑制できることが分かった。
【００４１】
（実施例１）
　図３は、実施例１に係る発光装置１０の平面図である。図４は図３から第２電極１３０
を取り除いた図である。図５は図４から有機層１２０及び絶縁層１５０を取り除いた図で
ある。図６は、図３のＡ－Ａ断面図である。本実施例に係る発光装置１０は照明装置であ
り、基板１００のほぼ全面に発光部１４０が形成されている。
【００４２】
　詳細には、基板１００の一面には第１電極１１０、第１端子１１２、及び第２端子１３
２が形成されている。第１端子１１２及び第２端子１３２は、第１電極１１０と同じ材料
を用いて形成された層を有している。この層は、第１電極１１０と同一の工程で形成され
る。また、第１端子１１２のうち第１電極１１０と同様の材料で形成されている層は、第
１電極１１０と一体になっている。一方、第２端子１３２は第１電極１１０から分離して
いる。
【００４３】
　また、第１端子１１２及び第２端子１３２は、第１電極１１０を挟んで互いに逆側に位
置している。本図に示す例では基板１００は矩形である。そして、第１端子１１２は基板
１００の一辺に沿って形成されており、第２端子１３２は、基板１００の４辺のうち第１
端子１１２とは逆側の辺に沿って形成されている。
【００４４】
　基板１００のうち有機層１２０が形成されるべき領域は、絶縁層１５０によって囲まれ
ている。絶縁層１５０は、例えばポリイミドなどの樹脂材料に感光性の材料を含ませて形
成されており、露光及び現像工程を経て、所定の形状に形成される。絶縁層１５０は、第
１電極１１０が形成された後、かつ有機層１２０が形成される前に形成される。ただし、
絶縁層１５０は形成されていなくてもよい。
【００４５】
　有機層１２０は、絶縁層１５０で囲まれた領域の内側に形成されている。有機層１２０
の構成は、実施形態に示した通りである。また、有機層１２０の上には第２電極１３０が
形成されている。第２電極１３０の一部は、絶縁層１５０をまたいで第２端子１３２の上
まで延在している。
【００４６】
　本実施例によれば、有機層１２０は実施形態に示した構成を有しており、また、実施形
態に示した方法を用いて製造されている。このため、正孔輸送層１２２の一部の層は塗布
法で形成され、かつ正孔輸送層１２２の残りの層は蒸着法で形成されるにもかかわらず、
正孔輸送層１２２における正孔の移動度の低下を抑制できる。従って、発光部１４０の発
光効率の低下を抑制できる。
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【００４７】
（実施例２）
　図７は、実施例２に係る発光装置１０の平面図である。図８は、図７から隔壁１７０、
第２電極１３０、有機層１２０、及び絶縁層１５０を取り除いた図である。図９は図７の
Ｂ－Ｂ断面図であり、図１０は図７のＣ－Ｃ断面図であり、図１１は図７のＤ－Ｄ断面図
である。
【００４８】
　実施例２に係る発光装置１０はディスプレイであり、基板１００、第１電極１１０、発
光部１４０、絶縁層１５０、複数の開口１５２、複数の開口１５４、複数の引出配線１１
４、有機層１２０、第２電極１３０、複数の引出配線１３４、及び複数の隔壁１７０を有
している。
【００４９】
　第１電極１１０は、第１方向（図７におけるＹ方向）にライン状に延在している。そし
て第１電極１１０の端部は、引出配線１１４に接続している。
【００５０】
　引出配線１１４は、第１電極１１０を第１端子１１２に接続する配線である。本図に示
す例では、引出配線１１４の一端側は第１電極１１０に接続しており、引出配線１１４の
他端側は第１端子１１２となっている。本図に示す例において、第１電極１１０及び引出
配線１１４は一体になっている。そして第１端子１１２の上及び引出配線１１４の上には
、導体層１８０が形成されている。導体層１８０は、第１電極１１０よりも抵抗の低い金
属、例えばＡｌ又はＡｇを用いて形成されている。なお、引出配線１１４の一部は絶縁層
１５０によって覆われている。
【００５１】
　絶縁層１５０は、図７、及び図９～図１１に示すように、複数の第１電極１１０上及び
その間の領域に形成されている。絶縁層１５０には、複数の開口１５２及び複数の開口１
５４が形成されている。複数の第２電極１３０は、第１電極１１０と交差する方向（例え
ば直交する方向：図７におけるＸ方向）に互いに平行に延在している。そして、複数の第
２電極１３０の間には、詳細を後述する隔壁１７０が延在している。開口１５２は、平面
視で第１電極１１０と第２電極１３０の交点に位置している。そして、複数の開口１５２
はマトリクスを構成するように配置されている。
【００５２】
　開口１５４は、平面視で複数の第２電極１３０のそれぞれの一端側と重なる領域に位置
している。また開口１５４は、開口１５２が構成するマトリクスの一辺に沿って配置され
ている。そしてこの一辺に沿う方向（例えば図７におけるＹ方向、すなわち第１電極１１
０に沿う方向）で見た場合、開口１５４は、所定の間隔で配置されている。開口１５４か
らは、引出配線１３４の一部分が露出している。そして、引出配線１３４は、開口１５４
を介して第２電極１３０に接続している。
【００５３】
　引出配線１３４は、第２電極１３０を第２端子１３２に接続する配線であり、第１電極
１１０と同一の材料からなる層を有している。引出配線１３４の一端側は開口１５４の下
に位置しており、引出配線１３４の他端側は、絶縁層１５０の外部に引き出されている。
そして本図に示す例では、引出配線１３４の他端側が第２端子１３２となっている。そし
て、第２端子１３２の上及び引出配線１３４の上にも、導体層１８０が形成されている。
なお、引出配線１３４の一部は絶縁層１５０によって覆われている。
【００５４】
　開口１５２と重なる領域には、有機層１２０が形成されている。有機層１２０の構成は
、実施形態に示したとおりである。そして、発光部１４０は、開口１５２と重なる領域そ
れぞれに位置していることになる。
【００５５】
　なお、図９及び図１０に示す例では、有機層１２０を構成する各層は、いずれも開口１
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５２の外側まではみ出している場合を示している。そして図７に示すように、有機層１２
０は、隔壁１７０が延在する方向において、隣り合う開口１５２の間にも連続して形成さ
れていてもよいし、連続して形成していなくてもよい。ただし、図１１に示すように、有
機層１２０は、開口１５４には形成されていない。
【００５６】
　第２電極１３０は、図７、図９～図１１に示すように、第１方向と交わる第２方向（図
７におけるＸ方向）に延在している。そして隣り合う第２電極１３０の間には、隔壁１７
０が形成されている。隔壁１７０は、第２電極１３０と平行すなわち第２方向に延在して
いる。隔壁１７０の下地は、例えば絶縁層１５０である。隔壁１７０は、例えばポリイミ
ド系樹脂などの感光性の樹脂であり、露光及び現像されることによって、所望のパターン
に形成されている。なお、隔壁１７０はポリイミド系樹脂以外の樹脂、例えばエポキシ系
樹脂やアクリル系樹脂、二酸化珪素等の無機材料で構成されていても良い。
【００５７】
　隔壁１７０は、断面が台形の上下を逆にした形状（逆台形）になっている。すなわち隔
壁１７０の上面の幅は、隔壁１７０の下面の幅よりも大きい。このため、隔壁１７０を第
２電極１３０より前に形成しておくと、蒸着法やスパッタリング法を用いて第２電極１３
０を基板１００の一面側に形成することで、複数の第２電極１３０を一括で形成すること
ができる。
【００５８】
　また、隔壁１７０は、有機層１２０を分断する機能も有している。例えば有機層１２０
を構成する各層のうち塗布法で形成される層（例えば、正孔注入層１２１、第１正孔輸送
層１２２ａ、第２正孔輸送層１２２ｂ）は、隔壁１７０の間に位置する領域に塗布材料を
塗布することにより、形成される。一方、有機層１２０のうち蒸着法で形成される層（例
えば第３正孔輸送層１２２ｃ、発光層１２３、正孔ブロック層１２４、電子輸送層１２５
、及び電子注入層１２６）は、隔壁１７０の側面には形成されないため、隔壁１７０によ
って分断される。なお、有機層１２０のうち蒸着法で形成される層は、隔壁１７０の上面
にも形成される。
【００５９】
　そして、開口１５２の内側には、有機層１２０の各層（正孔注入層１２１、正孔輸送層
１２２の各層、発光層１２３、正孔ブロック層１２４、電子輸送層１２５、及び電子注入
層１２６）が形成される。一方、隔壁１７０の上面には、有機層１２０のうち蒸着法で形
成される層、具体的には、正孔輸送層１２２の一部の層（さらに具体的には第３正孔輸送
層１２２ｃ）、発光層１２３、正孔ブロック層１２４、電子輸送層１２５、及び電子注入
層１２６のみが形成されており、正孔注入層１２１及び正孔輸送層１２２の残りの層（具
体的には第１正孔輸送層１２２ａ及び第２正孔輸送層１２２ｂ）は形成されていない。こ
のため、隔壁１７０の上に位置する有機層は、開口１５２内に位置する有機層１２０より
も薄い。
【００６０】
　なお、発光装置１０がカラーディスプレイである場合、発光装置１０は、例えば赤色の
発光部１４０、緑色の発光部１４０、及び青色の発光部１４０を有している。そしてこれ
ら発光部１４０の有機層１２０は、上記した実施形態の構成を有している。
【００６１】
　次に、本実施例における発光装置１０の製造方法を説明する。まず、基板１００上に第
１電極１１０、引出配線１１４，１３４を形成する。これらの形成方法は、実施形態にお
いて第１電極１１０を形成する方法と同様である。
【００６２】
　次いで、引出配線１１４の上、第１端子１１２の上、引出配線１３４の上、及び第２端
子１３２の上に、導体層１８０を形成する。次いで、絶縁層１５０を形成し、さらに隔壁
１７０を形成する。次いで有機層１２０の各層を形成する。有機層１２０の各層の形成方
法は、実施形態に示したとおりである。次いで、第２電極１３０を形成する。
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【００６３】
　本実施例においても、有機層１２０は実施形態に示した構成を有しており、また、実施
形態に示した方法を用いて製造されている。このため、正孔輸送層１２２の一部の層は塗
布法で形成され、かつ正孔輸送層１２２の残りの層は蒸着法で形成されるにもかかわらず
、正孔輸送層１２２における正孔の移動度の低下を抑制できる。従って、発光部１４０の
発光効率の低下を抑制できる。
【００６４】
　以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示で
あり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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